
More Innovation, Less Heat.
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產品特性 Feature

產品規格 Specification

•優異的高溫加工穩定性
•經熱循環與可焊性測試後無翹曲現象
•低熱膨脹係數與高熱導率
•重量低於銅
•厚度可薄型化不會翹曲，最薄可達 1mm
•通過抗振動測試
•經熱循環測試後的使用壽命優於銅

可作為銅（Cu）或鉬銅（Mo-Cu）的替代材料。

陶瓷基複合材料，用以提升電子元件的熱導率與散熱效率。

一般說明 General Description

CMC AlSiC 散熱片 
RoHS Compliant

Main Lead
Diode Direct Lead

Solder

IGBT

Al Wire

Control Lead

Heat SpreaderSolderCu FollTCILMolding Resin

Properties Unit CMC AlSiC

導熱係數 Thermal Conductivity W/m·K 150~180 (Based on different thickness)

標準品尺寸 Standard Product Dimensions L × W × H mm

187x137x4.8
140x99.5x4.65
107x62x3.25

39.5x39.5x1.6
熱膨脹係數 Coefficient of Thermal Expansion, CTE PPM/K 7~10
剛性 Strength MPa >300
表面處理 Plating μm Ni --- 3
密度 Density g/cm³ 2.6~3.0 

CMC AlSiC 與 MMC 材料比較 :
MMC 

(Metal Matrix Composite)
CMC

( Ceramic Matrix Composite)

Al bond SiC on surface only Al bond SiC everywhere

SiC
Al

※尺寸可客製化。Product dimensions can be customized.
※產品出貨前，皆依規範進行表面鍍鎳處理。All products undergo surface nickel plating in accordance with specifications prior to shipment.


